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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a security element provided with micro-depressions (8) for securi-
ty papers, documents of value or the like, the micro-depressions (8) being colored with a specitic ink and the method comprising
the following steps: a) coating an upper surface (5) of a substrate (4) with a layer that can be embossed (7), bl) molding micro-de-
pressions (8) in the layer that can be embossed (7) in order to form an embossed layer (7), ¢) applying the specific ink to the upper
surface (5), so that the ink (14) remains in the micro-depressions (8), characterized by b2) applying a structured protective layer
(11; 10, 22), e.g. a washable ink or a resist lacquer, to the coated upper surface (5) wherein the structured protective layer (11; 10,
22) does not cover the micro-depressions (8) which are intended to be colored with the specific ink, after step b1l) and before step
¢), d) removing the structured protective layer (11; 10, 22) and therefore any coloring (16) after step c).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Vertahren zur Herstellung eines mit Mikrovertiefungen
[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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(8) versehenen Sicherheitselementes fiir Sicherheitspapiere, Wertdokumente oder dergleichen, wobei die Mikrovertiefungen (8)
mit einer bestimmten Farbe gefdrbt werden und das Verfahren folgende Schritte aufeist: a) Beschichten einer Oberseite (5) eines
Tragers (4) mit einer pragbaren Schicht (7), bl) Einformen von Mikrovertiefungen (8) in die pragbare Schicht (7) zum Ausbilden
einer geprigten Schicht (7), ¢) Auftrag der bestimmten Farbe aut die Oberseite (5), so dass die Farbe (14) in den Mikrovertietun-
gen (8) verbleibt, gekennzeichnet durch b2) Autbringen einer strukturierten Schutzschicht (11; 10, 22), z.B. eine Waschfarbe oder
ein Resistlack, auf die beschichtete Oberseite (5), wobei die strukturierte Schutzschicht (11; 10, 22) die Mikrovertiefungen (8),
welche mit der bestimmten Farbe geférbt werden sollen, nicht abdeckt, nach Schritt b1) und vor Schritt ¢), d) Entfernen der struk-
turierten Schutzschicht (11; 10, 22) und damit einer Farbténung (16) nach Schritt ¢).
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Herstellung eines mit gefadarbten Mikro-

vertiefungen versehenen Sicherheits-

elementes

Die Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung eines mit Mikrovertiefun-
gen versehenen Sicherheitselementes fiir Sicherheitspapiere, Wertdokumente
oder dergleichen, wobei die Mikrovertiefungen mit einer bestimmten Farbe
gefdarbt werden und das Verfahren folgende Schritte aufweist: Beschichten
einer Oberseite eines Tragers mit einem pragbaren Lack, Einformen von Mik-
rovertiefungen in den Lack in einem Bereich der mit Lack beschichteten
Oberseite, und Auftrag der bestimmten Farbe auf die Oberseite und Abra-
keln tiberschiissiger Farbe, so dass die Farbe in den Mikrovertiefungen ver-

bleibt.

Zu schiitzende Gegenstdnde werden hidufig mit einem Sicherheitselement
ausgestattet, das eine Uberpriifung der Echtheit des Gegenstandes erlaubt

und zugleich als Schutz vor unerlaubter Reproduktion dient.

Zu schiitzende Gegenstidnde sind beispielsweise Sicherheitspapiere, Aus-
weis- und Wertdokumente (wie z.B. Banknoten, Chipkarten, Passe, Identifi-
kationskarten, Ausweiskarten, Aktien, Anleihen, Urkunden, Gutscheine,
Schecks, Eintrittskarten, Kreditkarten, Gesundheitskarten, ...) sowie Produkt-

sicherungselemente, wie z.B. Etiketten, Siegel, Verpackungen.

Die Falschungssicherheit und Sichtbarkeit eines Sicherheitselementes ist
dann besonders grofs, wenn das Sicherheitselement farbige Motive oder In-

formationen zeigt.
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Ein fiir Banknoten bekanntes Sicherheitselement ist der sogenannte Sicher-
heitsfaden und der sogenannte Sicherheitsstreifen. Dabei handelt es sich um
einen in der Regel 0,8 bis 2 mm breiten Streifen, der bei der Banknotenher-
stellung in das Papier eingebracht wird oder als Fenstersicherheitsfaden so
eingewoben wird, dass er teilweise offen liegt, oder der auf das Papier auf-
geklebt wird. Fiir einen zusétzlichen Kopierschutz ist dieses Element meist
mit optischen Eigenschaften versehen. Als besonders falschungssicher hat
sich die Kombination von Mikrostrukturelementen mit dariiberliegenden
Mikrolinsen erwiesen, die die Mikrostrukturelemente vergrofsern. Hierbei
kann insbesondere der sogenannte Moiré-Effekt verwendet werden. Solche
Sicherheitselemente werden auch als ,,Moiré-Magnifier” bezeichnet. Eine
exemplarische Schilderung eines solchen Sicherheitselementes findet sich in
der WO 2008/031170 A1, die vorschlédgt, die Mikrolinsen und Mikrostruktu-

ren durch einen pragbaren Lack zu erzeugen.

Es hat sich gezeigt, dass farbige Strukturen insbesondere bei der Verwen-
dung von Moiré-Magnifiern noch weitergehenden Filschungsschutz ge-
waéhrleisten. Es wire deshalb denkbar, die Mikrostrukturelemente von Moi-
ré-Magnifier-Sicherheitselementen einzufdrben. Dabei wiirde sich allerdings
das Problem stellen, dass normalerweise auch aufserhalb der Mikrostruktur-
elemente Farbreste als sogenannte Tonung verbleiben, wodurch der Kon-
trastunterschied zwischen den mit Farbe gefiillten Mikrostrukturelementen,
die tiblicherweise als Vertiefungen ausgebildet sind, und der sonstigen Ober-

fliche gemindert wire.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung
eines mit einer bestimmten Farbe gefirbten Mikrovertiefungen versehenen

Sicherheitselementes fiir Sicherheitspapiere, Wertdokumente oder derglei-
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chen anzugeben, bei dem die gefdrbten Mikrovertiefungen einen hohen

Farbkontrast zur Umgebung haben.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemdfs geldst durch ein Verfahren zur Her-
stellung eines mit Mikrovertiefungen versehenen Sicherheitselementes fiir
Sicherheitspapiere, Wertdokumente oder dergleichen, wobei die Mikrover-
tiefungen mit einer bestimmten Farbe gefdrbt werden und das Verfahren
folgende Schritte aufweist:
a) Beschichten einer Oberseite eines Tragers mit einer prdgbaren
Schicht,
bl)  Einformen von Mikrovertiefungen in die prégbare Schicht zum
Ausbilden einer gepragten Schicht,
b2)  Aufbringen einer strukturierten Schutzschicht auf die beschich-
tete Oberseite, wobei die strukturierte Schutzschicht die Mikro-
vertiefungen in der Schicht, welche mit der bestimmten Farbe
gefdarbt werden sollen, nicht abdeckt,
C) Auftrag der bestimmten Farbe auf die Oberseite, so dass die
Farbe in den Mikrovertiefungen verbleibt, und
d) Entfernen der strukturierten Schutzschicht und damit einer au-

serhalb der Mikrovertiefungen vorhandenen Farbtonung.

Die Erfindung erreicht eine partielle Einfarbung von Mikrovertiefungen, oh-

ne dass eine storende Farbtonung aufSerhalb der Mikrovertiefungen ver-

bleibt.

Wesentlich dafiir ist das Vorhandensein einer Schutzschicht in den Berei-
chen, in denen keine Mikrovertiefungen mit der bestimmten Farbe gefarbt
werden sollen, zum Zeitpunkt des Farbauftrages. Entfernt man diese Schutz-

schicht nach dem Einfédrben, wird zugleich eine ansonsten beim Farbauftrag
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unvermeidbare Farbtonung, d.h. Farbreste aufierhalb der zu farbenden Mik-
rovertiefungen, entfernt. Somit ist die Farbfiillung auf die Mikrovertiefungen
beschrinkt, die mit der bestimmten Farbe gefdrbt werden sollen. Ein guter

Kontrast ist die Folge.

Dieser Kontrast ist besonders bei der Verwendung der Mikrovertiefungen im
Zusammenhang mit einem Moiré-Magnifier-Sicherheitselement vorteilhaft,
da dessen optische Wirkung besonders stark durch Tonungsschatten aufser-
halb der Mikrovertiefungen beeintrachtigt wird. Soweit allerdings hier die
Erfindung im Zusammenhang mit Moiré-Magnifiern beschrieben wird, ist
dies lediglich beispielhaft zu verstehen. Das erfindungsgemdfle Verfahren
kann in allen Varianten auch bei beliebig anderen gefarbten Mikrovertiefun-
gen angewendet werden, wobei unter ,Mikrovertiefungen” Vertiefungen
verstanden werden, die bezogen auf einen Prozess des Farbauftrages und
gegebenenfalls der Entfernung iiberschiissiger Farbe, z.B. durch Abrakeln,
eine geringe Tiefe haben, so dass nach dem Farbauftrag bzw. gegebenenfalls
der Entfernung tiberschiissiger Farbe die Farbe in den Vertiefungen ver-
bleibt. Mikrovertiefungen im Sinne dieser Erfindung sind insbesondere 1,5

bis 3,5 pm, besonders bevorzugt 2,0 bis 3,0 pm tief.

Das erfindungsgeméfie Verfahren lidsst es insbesondere einfach zu, in die
Schicht, die als Prageschicht und insbesondere als Lack ausgebildet sein kann
und in die die Mikrovertiefungen eingeformt werden, auch gleichzeitig Ho-
logrammstrukturen einzuformen. Dann kénnen Mikrovertiefungen und Ho-
logrammstrukturen zugleich in einem Prégeprozess eingeformt werden, was
unter produktionstechnischen Gesichtspunkten natiirlich vorteilhaft ist. Die-
se Hologrammstrukturen werden gegebenenfalls metallisiert. AnschliefSend

werden sie geeignet geschiitzt, so dass die Hologrammstrukturen nicht ein-
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gefdrbt werden. Dieser Schutz kann durch die zur Farbtonungsvermeidung

vorgesehene Schutzschicht erreicht werden.

Ein Metallisieren der beschichteten Oberfldche ist fiir Ausfithrungsformen
vorteilhaft, in denen Hologrammstrukturen aufgebracht werden, da eine Ho-
logrammstruktur tiblicherweise metallisiert werden muss. Es ist deshalb in
einer bevorzugten Weiterbildung vorgesehen, dass auch Hologrammstruk-
turen in die geprégte Schicht eingeformt werden, wobei diese Hologramm-
strukturen metallisiert und dann mit der Schutzschicht versehen werden,
und dass aufSerhalb der Hologrammstrukturen die Oberseite mit einer
Schutzbeschichtung versehen wird und nicht mit der Schutzbeschichtung
versehene Bereiche der Hologrammstrukturen mittels Atzung demetallisiert

werden.

Zur gewiinschten Kontrastverbesserung kann es ausreichen, dass die Schutz-
schicht ein Fenster mit den Mikrovertiefungen freildsst, ohne dass die Erhe-
bungen zwischen den Mikrovertiefungen mit der Schutzschicht abgedeckt

werden.

Je nach Feinheit, d. h. Abstinden zwischen den Mikrovertiefungen, kann es
aber auch angezeigt sein, ausschliefdlich die Mikrovertiefungen freizulassen
und ansonsten die Oberseite mit der Schutzschicht vollstdndig abzudecken,

d. h. auch die Erhebungen zwischen den Mikrovertiefungen.

Dazu kann zum Strukturieren der Schutzschicht eine Trennbeschichtung in
den Mikrovertiefungen selbst vorgesehen werden. Diese ermoglicht es dann,
eine Schutzschicht aufzubringen, die durch Entfernen der Trennschicht nur
tiber den Mikrovertiefungen abgehoben wird und damit alle iibrigen Berei-

che abdeckt. Dann ist die Strukturierung der Schutzschicht so, dass aus-
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schlieSlich die Mikrovertiefungen freigelassen werden. Somit kann auch auf
den Erhebungen der Mikrostrukturierung keine Farbtonung bleiben. Das

fithrt zu einem besonders hohen Kontrast.

Das derart hergestellte Sicherheitselement kann mit tiblichen Verfahren wei-
terbearbeitet werden; so ist es moglich auf der Ober- oder Unterseite des Tra-

gers eine Klebeschicht oder einen Primerdruck vorzusehen.

Der Farbauftrag auf der Oberfldche kann auf verschiedenste Art und Weise
erfolgen. So ist es moglich, zum Farbauftrag auf die Oberseite fliachig Farbe
aufzutragen und iiberschiissige Farbe dann aufserhalb der Mikrovertiefun-
gen zu entfernen, z. B. abzurakeln. Auch kann die Farbe von vornherein nur
in die Bereiche aufgetragen werden, in denen Mikrovertiefungen (und folg-
lich auch Erhéhungen, insbesondere Mikroerhohungen) vorgesehen sind.
Hierfiir kommt z. B. das sogenannte Flexodruck- oder das Kiss-Print-
Verfahren infrage, wie es in H. Kipphan (Hrsg.), Handbuch der Printmedien,
Springer Verlag, 2000, S. 409 erwdhnt ist. Sdimtliche Offenbarung dieses
Standardwerkes der Drucktechnik wird hinsichtlich des Kiss-Print-Verfah-

rens vollumfénglich in die vorliegende Beschreibung einbezogen.

Es ist ein bedeutender Vorteil der Erfindung, dass das Farbauftragverfahren
nicht mehr daraufhin optimiert werden muss, dass Farbe moglichst aus-
schliefslich in die einzufdarbenden Mikrovertiefungen aufgetragen wird. Die
im erfindungsgemaif3en Verfahren verwendete, strukturierte Schutzschicht
sorgt automatisch dafiir, dass eventuelle Tonungsschatten, die bei einem un-
ter bisherigen Gesichtspunkten moglicherweise ungeniigenden Farbauftrag-
verfahren verbleiben, wieder entfernt werden. Die Erfindung eroffnet des-

halb einen viel grofSeren Bereich an Farbauftragverfahren als im Stand der
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Technik moglich war. Eine entsprechende Aufwandsreduzierung bei der

Herstellung ist die positive Folge.

Fiir die Schutzschicht ist es wesentlich, dass sie wdhrend des Farbauftragver-
fahrens sicher auf der Oberseite haftet und dennoch wieder riickstandsfrei
nach dem Farbauftrag entfernbar ist. Hierfiir kommen bekannte Schutz- oder
Resistlacke infrage. Auch kann ein Waschverfahren verwendet werden, wie
es beispielsweise in der EP 1520929 A1l (dort mit weiteren Nachweisen) ge-
schildert ist. Die Offenbarung dieser Druckschrift wird in dieser Hinsicht

vollumfanglich in diese Beschreibung einbezogen.

Das erfindungsgemafle Verfahren erlaubt in einer Weiterbildung auch die
Erzeugung mehrfarbiger Mikrostrukturen, indem die entsprechenden Schrit-
te b2) bis d) fiir eine weitere andere Farbe wiederholt werden, wobei die
Schutzschichten bei den einzelnen Durchldufen auf unterschiedliche, sich
vorzugsweise im Bereich der Mikrovertiefungen nicht iiberlappende Berei-

che aufgebracht werden.

Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch
zu erlduternden Merkmale nicht nur in den angegebenen Kombinationen,
sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung einsetzbar

sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
Nachfolgend wird die Erfindung beispielshalber anhand der beigefiigten
Zeichnungen, die auch erfindungswesentliche Merkmale offenbaren, noch

ndher erldutert ist. Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht einer Banknote mit einem Sicherheitselement 1,



WO 2011/057739 PCT/EP2010/006730

10

15

20

25

Fig. 2bis 10 Schnitte durch das Sicherheitselement 1 ldngs der Linie A-A
der Fig. 1, wobei die einzelnen Schritte aufeinanderfolgende
Stufen einer ersten Variante eines Herstellverfahrens bis zum

Abschluss in Fig. 10 zeigen,

Fig. 11 bis 17 Schnitte durch das Sicherheitselement 1 ldngs der Linie A-A
der Fig. 1, wobei die einzelnen Schritte aufeinanderfolgende
Stufen einer zweiten Variante eines Herstellverfahrens bis zum

Abschluss in Fig. 17 zeigen.

Alle Figuren sind zur besseren Darstellbarkeit nicht mafistabsgetreu darge-
stellt, insbesondere was Schichtdicken angeht. Ferner sind teilweise Schraffu-
ren nicht eingezeichnet, um den Aufbau des entsprechenden Sicherheitsele-
mentes 1 tibersichtlicher darstellen zu kénnen. Im Ubrigen tragen Elemente,
die sich in verschiedenen Ausfithrungsformen funktionell und/oder struktu-
rell gleichen oder entsprechen, in allen Figuren jeweils dasselbe Bezugszei-
chen, um Beschreibungswiederholungen zu vermeiden. In der nachfolgen-
den Beschreibung von Schnittstellungen wird als Vorderseite des Sicher-
heitselementes die in den Darstellungen oben liegende Seite bezeichnet. Die
Riickseite ist dementsprechend die unten liegende Seite. Diese Konvention
dient lediglich der einfacheren Beschreibung und soll keine Einschrankung

hinsichtlich Aufbau und/oder Anwendung des Sicherheitselementes sein.

Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausfiihrungsform ist ein Sicherheitselement 1 in
eine Banknote 2 integriert. Das auf der Banknote 2 vorgesehene Sicherheits-
element 1 kann auch Bestandteil eines Sicherheitsfadens 3 der Banknote sein,
welcher, wie in Fig. 1 exemplarisch dargestellt, tiblicherweise so in das Pa-
pier der Banknote 2 eingewoben ist, dass er teilweise auf der Vorderseite (die

in Fig. 1 sichtbare Seite) und teilweise auf der Riickseite der Banknote sicht-
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bar ist. Auch ist es moglich, das Sicherheitselement 1 zumindest teilweise
iber einem in der Banknote 2 vorgesehenen Fenster anzuordnen. Diese Mog-
lichkeiten sind aber selbstverstiandlich nur Beispiele fiir die Verwendung des
nachfolgend beschriebenen Sicherheitselementes 1, das natiirlich auch auf
andere Art und Weise zum Kopier- oder Nachahmungsschutz eines ge-

schtitzten Gegenstandes verwendet werden kann.

Fig. 2 zeigt eine Schnittdarstellung durch das Sicherheitselement 1 der Fig. 1
am Beginn dessen Herstellung gemifs einer ersten Ausfithrungsform. Zur
Herstellung wird ein Tréger 4, der beispielsweise als Folie ausgebildet sein
kann, an seiner Oberseite 5 mit einer pragbaren Schicht versehen, die in der
beschriebenen Ausfiihrungsform eine Pragelackschicht ist, beispielsweise ein
UV-hirtender Prégelack. Natiirlich kann die Beschichtung auch an einer Un-
terseite 6 der Folie 4 vorgesehen werden. Diese Beschreibung beschréankt sich
aber aus Griinden der Einfachheit auf die Erlduterung des Schichtaufbaus an

der Oberseite 5.

In die Pragelackschicht werden Mikrostrukturelemente 8 und mindestens ein
Hologramm 9 abgeformt, beispielsweise durch ein bekannte Prageverfahren,
wie es in der eingangs bereits erwdhnten WO 2008/031170 A1 erwahnt ist.
Man erhalt folglich auf der Oberseite eine gepréagte Schicht 7.

Nachdem somit der in Fig. 2 dargestellte Zustand erreicht ist, wird eine
ganzfldchige Metallisierung der Oberfldche vorgenommen, indem eine Alu-
miniumschicht 10 aufgetragen, beispielsweise aufgedampft wird. Das Auf-
bringen der Aluminiumschicht 10 geschieht derart, dass die Mikrostruktur-
elemente 8 sowie die Hologrammstruktur 9 an der Oberseite der Alumini-

umschicht 10 erhalten bleiben. Diesen Zustand stellt Fig. 3 dar. Natdirlich ist
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eine Aluminiumschicht 10 nur ein Beispiel fiir eine der vielen moglichen Me-

tallisierungen.

Nun wird ein Schutzlack 11 auf die Bereiche aufgetragen, die nicht einge-
farbt werden sollen. Der Schutzlack 11 lédsst also ein Fenster 12 iber der Mik-
rostruktur 8 frei. Bei dem Schutzlack kann es sich um einen Resistlack han-
deln, wie er in der Druck- oder Halbleitertechnologie bekannt ist. Ein solcher
Resistlack wird tiblicherweise zuerst vollfldchig aufgetragen und dann pho-
tographisch mittels einer geeigneten Belichtung strukturiert, so dass nach
dem Entwickeln nur die belichteten (im Falle eines Positivlacks) oder unbe-
lichteten (im Falle eines Negativlacks) Bereiche frei bleiben. Die Art und
Weise, in welcher bzw. wie der Schutzlack 11 aufgetragen wird, ist fiir die
Erfindung nicht weiter relevant. So kann z. B. auch eine Waschfarbe einge-
setzt werden. Wesentlich ist allerdings, dass das Fenster 12 im Schutzlack 11
gebildet ist, das diejenigen Bereiche der Mikrostrukturelemente 8 frei ldsst,
die eingefarbt werden sollen. Soll die Mikrostruktur mit verschiedenen Far-
ben versehen werden, wird man nicht den in Fig. 4 dargestellten Zustand
anstreben, bei dem das Fenster 12 die Mikrostruktur vollstdndig frei ldsst,
sondern fiir jede Farbe in verschiedenen Durchldufen das Fenster 12 so legen,
dass die mit der jeweiligen Farbe einzufdrbenden Bereiche der Mikrostruktur
frei bleiben und die nicht mit der Farbe einzufidrbenden Bereiche vom

Schutzlack 11 abgedeckt sind.

Als nichstes wird mittels eines Atzschritts die Aluminiumschicht 10 im Be-
reich des Fensters 12 entfernt, so dass die Mikrostruktur in der Préagelack-

schicht 7 freigelegt wird. Dieser Zustand ist in Fig. 5 zu erkennen.

AnschliefSend wird, wie die Schnittdarstellung der Fig. 6 zeigt, vollflichig

eine Farbschicht 14 aufgetragen. Diese wird dann wieder so weit moglich
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entfernt. Dies geschieht beispielsweise durch Abrakeln, so dass die Farb-
schicht 15 verbleibt, die jedoch in der Regel unvermeidlich eine Tonungs-
schicht 16 auch in den Bereichen umfasst, unter denen keine Mikrostruktu-
ren 8 liegen. Es ergibt sich der Zustand gemafs Fig. 7. Dieser kann auch durch
ein sogenanntes Kiss-Print-Verfahren erreicht werden, das eine Alternative

zum Vollauftrag und Abrakeln ist.

Zur Fig. 7 sei noch angemerkt, dass, wie bereits eingangs erwdhnt, die
Schichtdicken nicht mafistdblich sind. Das tiber der Mikrostruktur in Fig. 7
erkennbare Volumen mit der verbliebenen Farbschicht 15 ist durch die nicht
mafSstébliche Darstellung stark vergrofiert. Tatsdchlich ist das Volumen iiber
der Mikrostruktur verschwindend gering gegen das Volumen der Vertiefun-
gen der Mikrostruktur.

Nun wird in einem néchsten Schritt der Schutzlack 11 entfernt. Damit wird
automatisch auch die unerwiinschte Tonungsschicht 16 abgehoben, und die

Oberfldche der Aluminiumschicht 10 liegt wieder frei.

In Bauweisen, die ohne Hologrammestruktur 9 arbeiten, kann natiirlich die
Aluminiumschicht 10 vollstandig entfallen, so dass der Schutzlack 11 direkt
auf die gepragte Schicht 7 aufgebracht wird (gegebenenfalls unter Zwischen-
schaltung einer oder mehrerer geeigneter Trennschichten). Das Herstellver-

fahren wire dann nach dem Entfernen des Schutzlacks 11 beendet.

In dem in den Figuren gezeigten Ausfithrungsbeispiel wird jedoch in die
Pragelackschicht zusammen mit der Mikrostruktur 8 auch die Hologramm-
struktur 9 eingebracht und dariiber die Aluminiumschicht 10 gelegt. Um die-
se nun zum Erreichen des gewtinschten Hologrammeffektes geeignet struk-

turiert zu demetallisieren, wird iiber die Aluminiumschicht 10 zumindest im
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Bereich der Hologrammstruktur 9 ein zweiter Schutzlack 18 aufgetragen und
wunschgemdf so strukturiert, dass Fenster 19 gebildet werden, an denen die
Metallisierung, d.h. im Ausfiihrungsbeispiel die Aluminiumschicht 10, wie-
der entfernt werden soll (Fig. 9). Diese Entfernung der Aluminiumschicht 10
erfolgt z.B. durch eine geeignete Atzung. Nach anschlieBender Entfernung
der zweiten Schutzschicht 18 liegt damit eine strukturierte Demetallisierung
20 vor, wie sie fiir ein gut wirksames Hologramm benétigt wird. Im Ergebnis
erhélt man damit den in Fig. 10 schematisch dargestellten Schnitt mit einer
Mikrostruktur 8, deren Vertiefungen mit einer Farbschicht 15 versehen sind,

sowie eine wunschgemaifd demetallisierte Hologrammstruktur 9.

In der ersten Ausfiithrungsform deckt die Schutzschicht 11 die Oberseite 5 bis
auf das Fenster 12 ab, welches den Bereich mit den zu fiarbenden Mikrostruk-
turelementen 8 enthilt. Innerhalb der Mikrostrul;turelemente 8 ist keine

Schutzschicht.

Die Figuren 11 bis 17 zeigen eine Ausfiithrungsform, die eine Schutzschicht

auch auf den Erhebungen der Mikrostrukturelemente 8 aufbringt.

Fig. 11 entspricht in ihrer Darstellung der Fig. 2, zeigt also eine Schnittdar-
stellung durch das Sicherheitselement 1 der Fig. 1 am Beginn dessen Herstel-
lung gemifs der zweiten Ausfithrungsform. Zur Herstellung wird ein Tréger,
der beispielsweise als Folie 4 ausgebildet sein kann, an seiner Oberseite 5 mit
einer pragbaren Schicht 7 versehen, die in der beschriebenen Ausfithrungs-
form eine Prigelackschicht ist, beispielsweise ein UV-hértender Pragelack.
Natiirlich kann die Beschichtung auch an einer Unterseite der Folie 4 vorge-
sehen werden; diese Beschreibung beschrankt sich aber aus Griinden der

Einfachheit auf die Beschreibung des Schichtaufbaus an der Oberseite 5.
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In die Prégelackschicht werden Mikrostrukturelemente 8 abgeformt, bei-
spielsweise durch ein bekanntes Prégeverfahren, wie es in der bereits er-
wiahnten WO 2008/0311701 A1l erwéhnt ist. Im Ergebnis erhélt man an der
Oberseite 5 eine geprégte Schicht 7, die Mikrovertiefungen in Form der Mik-

rostrukturelemente 8 aufweist.

Nachdem somit der in Fig. 11 dargestellte Zustand erreicht ist, wird in die
Mikrovertiefungen der Mikrostrukturelemente 8 eine Trennschicht 21 aufge-
bracht. Bei der Trennschicht kann es sich um einen Resistlack handeln, wie er
in der Druck- oder Halbleitertechnologie bekannt ist. Ein solcher Resistlack
wird iiblicherweise zuerst vollflichig aufgetragen und dann photographisch
mittels einer geeigneten Belichtung strukturiert, so dass nach dem Entwi-
ckeln nur die belichteten (im Falle eines Positivlacks) oder unbelichteten (im
Falle eines Negativlacks) Bereiche frei bleiben. Natiirlich kann anstelle eines
Resistlackes auch eine dem Fachmann bekannte Waschfarbe verwendet wer-
den. Wesentlich fiir die Trennschicht 21 ist, dass sie wieder entfernt werden

kann und dabei auch iiber ihr liegende Beschichtungen mitnimmt.

Die Art und Weise der Trennschicht ist fiir die Erfindung nicht weiter rele-
vant, solange sie ausschliefSlich in denjenigen Vertiefungen der Mikrostruk-
turelemente 8 sitzt, die eingefdrbt werden sollen. Soll die Mikrostruktur mit
verschiedenen Farben versehen werden, wird man nicht den in Fig. 12 dar-
gestellten Zustand anstreben, sondern nur diejenigen Mikrovertiefungen der
Mikrostrukturelemente 8 mit der Trennschicht 21 versehen, die im nachfol-
genden Durchgang gefdarbt werden sollen. Der Einfachheit halber wird die
Darstellung der Fig. 12 davon aus, dass alle Mikrovertiefungen der Mikro-

strukturelemente 8 gefarbt werden sollen.
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Als nédchstes wird eine ganzfldchige Beschichtung der Oberfldche vorge-
nommen, z. B. indem eine Aluminiumschicht 10 aufgetragen, beispielsweise
aufgedampft wird. Die Beschichtung mit der Schutzschicht geschieht derart,
dass die geprégte Schicht 7 und insbesondere die mit der Trennschicht 21
gefiillten Mikrovertiefungen mit der Schutzschicht, z. B. der Aluminium-
schicht 10, versehen werden. Anstelle der Aluminiumschicht 10 kann auch
eine andere geeignete Schutzschicht verwendet werden, die beim Entfernen
der Trennschicht 21 aus den Mikrovertiefungen der Mikrostruktur mit abge-

16st wird, ansonsten aber auf der Oberseite 5 verbleibt.

Dann wird die Trennschicht 21 wieder entfernt. Das Ergebnis dieses Entfer-
nungsschrigtes ist in Fig. 14 dargestellt. Wie zu sehen ist, verbleibt die Alu-
miniumschicht 10 nur aufSerhalb der Mikrovertiefungen. Insbesondere im
Bereich der Mikroerh6hungen der Mikrostruktur besteht eine Aluminium-
auflage 22, da die Aluminiumschicht 10 nur dort, wo sie iiber der Trenn-

schicht 21 lag, durch deren Entfernung abgetragen wurde.

Anschliefiend wird, wie die Schnittdarstellung der Fig. 15 zeigt, vollflachig

eine Farbschicht 14 aufgetragen. Diese bedeckt die gesamte Oberseite 5, also
sowohl die strukturierten Bereiche mit der Mikrostruktur und der Alumini-
umauflage 22 tiber den Erhebungen der Mikrostruktur als auch die struktu-

rierten Bereiche der Aluminiumschicht 10.

Die Farbschicht 14 wird dann wieder soweit wie moglich aufSerhalb der Mik-
rovertiefungen entfernt. Dies geschieht beispielsweise durch Abrakeln, so
dass die Farbschicht 15 verbleibt, die jedoch in der Regel unvermeidlich eine
Tonungsschicht 16 auch in denjenigen Bereichen der Oberfléche 5 aufweist,

unter denen keine Mikrostrukturen liegen. Diesen Zustand zeigt Fig. 16.
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Nun wird in einem letzten Schritt die Aluminiumschicht 10 entfernt. Sie hat
damit dieselbe Funktion wie der Schutzlack 11 der zuvor beschriebenen ers-
ten Ausfithrungsform. Mit der Entfernung der Aluminiumschicht 10 wird
automatisch auch die unerwiinschte Tonungsschicht 16 abgehoben, und die
Oberfléche der gepragten Schicht 7 bleibt frei, wobei die Farbschicht 15 sich
nun ausschliefllich in den Mikrovertiefungen der Mikrostrukturelemente 8
befindet. Die Entfernung der Aluminiumschicht 10 erfolgt z. B. durch eine
geeignete Atzung.

Natiirlich kann anstelle der Aluminiumschicht 10 auch eine andere geeignete
Beschichtung verwendet werden. Sie muss lediglich die Erfordernis erfiillen,
dass bei Entfernen der Trennschicht 21 die Beschichtung nur in diesem Be-
reichen iiber der Trennschicht 21 sich 16st und ansonsten auf der gepragten

Schicht 7 verbleibt.

Fiir die Strukturierung der Schutzschicht kommen natiirlich auch andere
Techniken infrage. Auch kann die Hologrammstruktur, welche nur im Zu-
sammenhang mit den Figuren 2 bis 10 beschrieben wurde, auch in der Aus-

fuhrungsform der Figuren 11 bis 17 hergestellt werden.

Die weitere Bearbeitung nach Fig. 10 oder 17 erfolgt dann auf fachiibliche
Weise und umfasst beispielsweise das Aufbringen der VergrofSerungsele-
mente fiir ein Moiré-Magnifier-Sicherheitselement, das Aufbringen von Kle-

be- oder Primerdruck-Schichten etc. Dies ist dem Fachmann bekannt.
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Bezugszeichenliste:

1 Sicherheitselement
2 Banknote

3 Sicherheitsfaden

4 Trager

5 Oberseite

6 Unterseite

7 geprégte Schicht

8 Mikrostruktur

9 Hologrammstruktur
10 Aluminiumschicht
11 Schutzlack

12 Fenster

14 Farbschicht

15 Farbschicht nach Abrakeln
16 Tonungsschicht

17 Gefarbte Mikrostruktur
18 2. Schutzlack

19 Fenster

20 Demetallisierung

21 Trennschicht

22 Aluminiumauflage
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1. Verfahren zur Herstellung eines mit Mikrovertiefungen (8) versehe-

10

15

20

25

nen Sicherheitselementes fiir Sicherheitspapiere, Wertdokumente oder der-

gleichen, wobei die Mikrovertiefungen (8) mit einer bestimmten Farbe ge-

tarbt werden und das Verfahren folgende Schritte aufweist:

a)

bl)

<)

Beschichten einer Oberseite (5) eines Trégers (4) mit einer prag-
baren Schicht (7),

Einformen von Mikrovertiefungen (8) in die pragbare Schicht
(7) zum Ausbilden einer gepréagten Schicht (7),

Auftrag der bestimmten Farbe auf die Oberseite (5), so dass die
Farbe (14) in den Mikrovertiefungen (8) verbleibt,

gekennzeichnet durch

b2)

d)

Aufbringen einer strukturierten Schutzschicht (11; 10, 22) auf
die beschichtete Oberseite (5), wobei die strukturierte Schutz-
schicht (11; 10, 22) die Mikrovertiefungen (8), welche mit der
bestimmten Farbe gefdrbt werden sollen, nicht abdeckt, nach
Schritt bl) und vor Schritt c),

Entfernen der strukturierten Schutzschicht (11; 10, 22) und da-
mit einer aufSerhalb der Mikrovertiefungen vorhandenen Farb-

tonung (16) nach Schritt c).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt

b2) eine strukturierte Schutzschicht (11) aufgebracht wird, die ein Fenster

(12) aufweist, in dem die Mikrovertiefungen liegen.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass

vor Schritt b2) die beschichtete Oberseite (5) metallisiert (10)

wird,
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in Schritt b2) die strukturierte Schutzschicht (11) aufgebracht
wird, wobei die Schutzschicht (11) so ausgebildet ist, dass sie
die Metallisierung vor Atzung schiitzt, und

nach Aufbringen der strukturierten Schutzschicht (11) die nicht
durch die Schutzschicht (11) geschiitzte, im Fenster (12) liegen-
de Metallisierung (10) gedtzt wird, um die Mikrovertiefungen

(8) zu demetallisieren.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass

in Schritt bl) oder vor Schritt b2) auch Hologrammstrukturen
(9) in die pragbare Schicht (7) eingeformt werden, wobei diese
Hologrammstrukturen (9) metallisiert (10) und mit der Schutz-
schicht (11) versehen werden, und dass nach Schritt d)
auflerhalb der Hologrammstrukturen (7) die Oberseite (5) mit
einer Schutzbeschichtung (18) versehen wird und

nicht mit der Schutzbeschichtung (18) versehene Bereiche (19)
der Hologrammstrukturen (9) mittels Atzung demetallisiert
(19) werden.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt

b2) zum Aufbringen der strukturierten Schutzschicht (10, 22) zuerst eine

Trennschicht (21) in die Mikrovertiefungen (8) eingebracht, dann die Schutz-

schicht (10) aufgebracht und durch Entfernen der in den Mikrovertiefungen
(8) befindlichen Schutzschicht (21) auch der Teil der Schutzschicht (10), der

tiber den Mikrovertiefungen (8) liegt, abgelost und dadurch die Schutz-

schicht strukturiert wird.
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6. Verfahren nach einem der obigen Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ober- oder eine Unterseite (5, 6) des Tragers (4) mit einer Klebe-

schicht versehen wird.

7. Verfahren nach einem der obigen Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ober- oder eine Unterseite (5, 6) des Trégers (4) mit einem

Primerdruck versehen wird.

8. Verfahren nach einem der obigen Anspriiche, dadurch gekennzeich-

net, dass in Schritt c¢) zum Farbauftrag ein Kiss-Print durchgefiithrt wird.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass in Schritt ¢) zum Farbauftrag auf die Oberseite fldchig Farbe (14)

aufgetragen und tiberschiissige Farbe abgerakelt wird.

10.  Verfahren nach einem der obigen Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass als Schutzschicht (11) eine Waschfarbe oder ein Resistlack verwen-

det wird.

11.  Verfahren nach einem der obigen Anspriiche in Verbindung mit An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass als Trennschicht (21) eine Wasch-

farbe oder ein Resistlack verwendet wird.

12.  Verfahren nach einem der obigen Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schritte b2) bis d) mit einer weiteren Farbe wiederholt werden,
die sich von der bestimmten Farbe unterscheidet, wobei in den Schritten b2)

die Schutzschicht unterschiedlich strukturiert wird.
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